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業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏

まえ、本年 2 月 14 日に開示した平成 26 年 12 月期 第 2 四半期連結累計期間（平成 26 年 1 月 1 日

～平成 26 年 6 月 30 日）の業績予想を修正することとしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１． 連結業績予想数値の修正 

平成 26 年 12 月期 第 2 四半期連結累計期間（平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日） 

（注）当社は、平成 25 年 12 月期より決算日を 1 月 31 日から 12 月 31 日に変更しました。こ

れに伴い、当第 2 四半期連結累計期間（平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 6 月 30 日）と

前第 2 四半期連結累計期間（平成 25 年 2 月 1 日～平成 25 年 7 月 31 日）は、期間が異

なります。 
 
２． 修正の理由 

当第 2 四半期連結累計期間における半導体用シリコンウェーハ市場は、スマートフォンやタブ

レットを主体とした携帯情報端末需要が強いことから、ロジック・メモリー向け 300mm ウェーハ

販売は想定を上回る見込みとなりました。また、小口径ウェーハについても、車載向けを始めと

した民生・産業用パワー半導体や各種アナログ・ロジック等の需要増により、売上高が前回発表

予想値を上回る見込みとなりました。 

この結果、営業利益、経常利益及び四半期純利益についても、予想値を上回る見込みとなった

ことから、業績予想を修正することとしました。 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 
純利益 

１株当たり 
四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前 回 発 表 予 想（Ａ） 102,000 9,000 6,500 4,500 15.28 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 107,000 12,000 10,000 7,500 26.92 

増 減 額（Ｂ－Ａ） 5,000 3,000 3,500 3,000  

増 減 率（％） 4.9% 33.3% 53.8% 66.7%  
（ご参考）前年同期実績 
（平成 25 年 12 月期  
第 2 四半期連結累計期間）

100,635 11,853 3,740 123 △1.68 
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（注）当社グループが属する半導体業界は事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があ

り、通期の業績予想について、現時点では合理的な予想を行うことが困難であることか

ら、未定としております。なお、通期業績予想は合理的な予想が可能となった時点で速

やかに開示いたします。 
 

 （注）業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではあり

ません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

                                       以 上 


